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摘要(译)

本发明提供了一种超声探头背衬成型装置、治具及制造方法，该背衬成
型装置包括：多个中间镂空的电路板、多个压片及固定密封机构；各所
述电路板相互平行设置，相邻所述电路板之间通过至少一个所述压片隔
开，并且各个所述电路板的镂空部分相互连通；所述固定密封机构将多
个所述电路板和多个所述压片固定并密封为一个背衬材料浇入机构；所
述电路板用作固化后的背衬材料中的导电体。本发明通过多个中间镂空
的电路板和多个压片能够制备代有导线阵列的背衬。
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